Dell OptiPlex 7070 Micro
Servisna prirucka

egulacny model: D10U

egulacny typ: D10U003




Poznamky, upozornenia a vystrahy

(D | POZNAMKA POZNAMKA uvadza délezité informacie, ktoré vam umoznia vyuzivat vas produkt lepsie.

UPOZORNENIE naznacuje, Ze existuje riziko poskodenia hardvéru alebo straty idajov a ponika vam sp6sob,
ako sa tomuto problému vyhnat.

A| VYSTRAHA VYSTRAHA ozna&uje potencialne riziko vecnych $kad, zraneni osdb alebo smrti.

© 2018 - 2019 Dell Inc. alebo jej dcérske spoloévnosti. Vsetky prava vyhradené. Dell, EMC, ako aj dalSie ochranné znamky su
ochranné znamky firmy Dell Inc. alebo jej pobociek. DalSie ochranné znamky mézu byt ochranné znamky prislusnych viastnikov.

2019 - 06

Rev. AOO



LI = 1o T T T o Lo T 5

BEZIDECNOSTNG POKYNY ...ttt ettt ettt e Ee e e Rt b et et e st e R et R et e R e et e st R st e R et Re bR e et st et e be st nenran 5
Pred servisnym UKONOM V POCITACH. .. ..uuiiiiiiieie ittt sttt sttt sttt st sttt e sbesbesbesbesbesbesbesbestesaessesbenaenneneees )
BEZPECNOSTNE OPAIIENIA. ... vttt bbb b bbbt b bbbttt en e 6
Ochrana proti elektrostatickym VYBOJOmM (ESD).....ccviiiiiiiiiiiiiciie e 6
Prenosna antistatiCka SEINVISNA SUDIAVA.......ucuiiiiiiiiieiiese sttt seste st sttt st st stesbesbesbesbestesbesbessestessesaesaessessesseseens 7
Preprava CitlivyCh KOMPONENTOV. ..ottt ettt st se ettt sene e ene b ene st e e eneeenes 7
PO dOKONCENT PrACE V POCTEACI. ... vveveieiieieie ettt bbb bbb bbbt 8

2 Technologia @ KOMPONENTY.....iuiiierrerriieinrs s s s e s s s s sasasasassssssassssrasasasasnsnsnsnnsssnsasas 9

DIDRA. ...ttt et R R £ R SRR £ SRR R 4R R R £ £ R e R e A £ eE SR LR e R £ £ 4R R e R £t 4R R eR et e R R e R e Rt et e ke R e st et ee et et e terens 9

VR (T T A e al = a1 r= T = T ST 10

USB TYPU Gttt bbb bbb bbb E bbb R bbb bbb e 12

Vyhody portu DisplayPort CEZ USB TYPU C.....cuvceeiiiiiceceee ettt sttt bttt re b be s renns 12

o e 110 Y/ TSSOSO 12

PAMET INTEI OPTANE. ... eveeiieit ettt e s bbb s bbb bbbttt 13
Povolenie pouzivania pamate INTEl OPTANE.......cciiiiiiiiiieeiee et b e bbbt 13
Zakéazanie pouzZivania Pamate INTEl OPTANE. .......cui ettt se e e reseeneseens 4

3 Demontaz a inStalacia KOMPONENTOV........cuieieiieieiiri i s r e e narnas 15

BOCNY KIY L.t bbb e b e bbb R b bR E bR bttt bbbt 15
[DICTnnle] ain=rAl o ololalc alo N (Y2 LU TERTT TSP 15
Vo) a1 eVl oTeTelaT=T alo T (g VA (U TP TPTTPT 16

Zostava 2,5-palCoVEND PEVNEND TISKU.......cuiieiiiieiiiieiciee ettt st esesaesesbeseesesesesaenis 18
Demontaz zostavy 2,5-palcovEno PEVNEND AISKU........c.civiviieiiiiiiiice e 18
Montéz zostavy 2,5-palCOVEND TISKU........c.eiiiiiiciiiiicc e 18

ALY 1<) 19
Demontaz 2,5-palcového pevného disku z konzoly peVNENo diSKU..........cccvciviiiiiiiiiiccee e 19
Montéz 2,5-palcového pevného disku do konzoly pevNENO AiSKU.........c.oiiiiriiiiiiece e 20

VENTIATOT CHIBAICA. ... ettt bbb bbb bbb bbbt bbbt bbb bbbt 20
Demontaz ventilatora ChIAAICA...........c.ceiiiiiecc ettt e b e bbbt te b s e erns 20
Y oTatez VANV =T a1l = el = [l ] =T T TSRS 21

= o0 (U] e ) OSSPSR 23
(D g alela e A g= o e e U1 g o] = TR TP 23
IMONTAZ FEPIOAUKTONA. ...ttt bbb h bbbttt b btttk en bt 23

PAMETOVE MIOTUIY . ....eviieei ettt ettt ettt ettt ettt e b et e e et e s et e s e et e st et et et et as et ese st e st et et et et ete st ese et et et et etestesestesens 24
Demontaz PamATOVEND MOGUIUL........c.cvcvieiiereeteeeee ettt ettt ettt ettt ee ettt ee et et etess et etetese st esesessssesesesessasasas 24
INStalacia PAMEALOVENO MOAUIUL .......vieieiiiccee ettt 25

(o] a7 TR OSSOSO PT T PO PO RPUPPTRO 26
DEMONTAZ CRIAAICA. ... ...v ittt ettt ettt b et e b ebe s b e s e et e b et et ebesaete st ese et e s et e s eresrenas 26
Vo) a1 €= VAol a1 o [[or- USSR PRRPR 27

0o o OO OO OSSOSO ST SO OO TEUPRPRTIO 28
DEMONTAZ PIrOCESOIA. . veuviuetiteteitete st et et et st ete st ese st ese et e s et e b ebe st ese et ese et e s et e s s ese b ese e b e s et e s ebe s b ese b ens et et ebe b ebe st ene et esnebesnenis 28
IMIONTAZ PIrOCESOTA. ..tttk b ekt h bbb 48 bbb s bbb bbbt b bbbt r bt 29

Obsah 3



4

(0= T e= AT I ) T TR 30

DEMONTAZ KArTY WLAN . ..ottt ettt ettt ettt et e et e et e e et e et e e aeeete e st e eaeesteeseeeaeesteesteaneesteenesereesaeas 30
IMONTAZ KAITY WLAN . .. oottt ettt ettt e et et e et e e et e et e et e eeae et e et e e etessteseteeaeestesbeebeestesbeestessaesteeeesseesenasns 32
DISK SSD, M2 PCIB.....ciitiieieieee ettt ettt ettt bbbt b e ae et et e bt ebe b ete et ae et et et et ebe st ere et ers et et ebe st et e 34
DeMONTAZ AISKU SSD M2 PCIE......iiiiiieiiiiiiiteee ettt bbbt b ettt sebe b se b ese et b ebe s enesbesennis 34
MONTAZ AISKU SSD IML2 PCIB......uiuiitieicticteees ettt sttt ettt ettt se et et et e bt e st et e st ess et e ssabe b ebesreresaenis 35
LG Tl o1 oI T 1= | (=] TSRS 36
DemMONtAZ GOMDIKOVE] DATETIE.......ccviiiiiiicieice ettt ettt et te bt e s bt et s e be b ne b senae s 36
MONTAZ GOMDIKOVE] DATEIIE. ...ttt e ettt et et e en e e e e ne et e e eneneenes 37
[V 4e )1 t=T 1Y /2 o o (U | RRROR 38
Demontaz VOIITEINENO MOGUIUL......cviiiiiiiei ettt ettt e b be st s e s bbbt ete b e te b rena s 38
MONTAZ VOIITEINENO MOAUIUL.....cviiiviiictitiecteete ettt sttt ae ettt st be st ese et ess et e b ere b ete st eresbe e eresnanas 40
R (T a01Yz= e (01 <= TR TP PTPRPRPPTO 41
DEMONTAZ SYSTEMOVE] OSKY .. .iiuiitiiiiitiiit ittt ettt ettt ettt ettt te e teereeteeteeteebeebeeteeteabeebeeteebeebeebeebeebeebeebaebeareereerearearearens 41
INSTAIACIA SYSTEMOVE] AOSKY ...viuiiieiiieiie ettt et et e e b et et et e b e ae b e e e e et e saesae st e nene s 43
L I = =1= o T3 T o] ] 1= 4 T 1 2 46
Diagnostika Vylepsené vyhodnotenie systému pred zavedenim (Enhanced Pre-Boot System Assessment —
Lo S T TSRS 46
Spustenie diagnOSTIKY BPSA. ...ttt ettt et e eaere et reneas 46
D] =T T 11 1= TSR 46
DiagNOStICKE CHYDOVE NIASENIA. . ..ottt b et b ettt 49
SYSTEMOVE CHYDOVE NIASENIA. .......ccvi ittt ettt et et e bt e et e e e et e e ete et e eteesteatesreesbeateareeereanes 952
LA 13 =TT L= oo T o 53
Kontaktovanie SPOIOCNOSTE DEIl..........cviiiieiiieiee ettt ettt et e te et e et e e teese et e aseaseeseareasaareaneaneaneaneas 93

Obsah



Praca na pocitaci

Bezpecnostné pokyny
Dodrziavanim nasledujucich bezpe€nostnych pokynov sa vyhnete pripadnému poskodeniu pocitaca a aj vy sami budete v bezpeci. Ak nie je
uvedené inak, predpoklada sa, Ze pri kazdom postupe zahrnutom v tomto dokumente budd splnené tieto podmienky:

Precitali ste si bezpecnostné informacie, ktoré boli dodané spolu s pocitacom.
Komponent mozno vymenit alebo (ak bol zaklpeny osobitne) namontovat podla postupu demontaze v opacnom poradi krokov.

POZNAMKA Pred otvorenim krytu a panelov poéitaga odpojte vetky zdroje napajania. Po dokoné&eni prace v poéitaéi
najskor namontujte spat vSetky kryty, panely a skrutky a aZ potom pripojte poéitac k zdroju napajania.

®
A

VYSTRAHA Pred pracou vnitri poéitaca si preéitajte bezpe&nostné pokyny, ktoré ste dostali s vasim poéitaéom. Dalsie
informacie o bezpecnosti a overenych postupoch najdete na stranke so zakonnymi poziadavkami

Mnoho oprav méze vykonat iba certifikovany servisny technik. Vy sami by ste mali riesit iba tie problémy a
jednoduché opravy, ktoré si uvedené v produktovej dokumentacii, pripadne telefonicky alebo online kontaktovat tim
podpory a postupovat podl'a pokynov. Poskodenie v dosledku servisu, ktory nie je opravneny spolo¢nostou Dell, nespada
pod ustanovenia zaruky. Precitajte si bezpe€nostné pokyny, ktoré ste dostali spolu so svojim produktom, a dodrziavajte
ich.

Pri praci vnatri pocitaca sa uzemnite pomocou uzemnovacieho remienka na zapasti alebo opakovanym
dotykanim sa nenatretého kovového povrchu vzdy vtedy, ked sa dotykate konektorov na zadnej strane pocitaca, aby ste
predisli elektrostatickému vyboju.

S komponentmi a kartami zaobchadzajte opatrne. Nedotykajte sa komponentov alebo kontaktov na karte.
Kartu drzte za okraje alebo za kovovy nosny drziak. Komponenty ako procesor drzte za okraje a nie za koliky.

Ak odpajate kabel, potiahnite ho za pripojku alebo pevnu €ast zasuvky, ale nie za samotny kabel. Niektoré
kable maju konektor zaisteny zarazkami; pred odpojenim takéhoto kabla zarazky najprv zatlacte. Spojovacie ¢lanky od
seba odpajajte plynulym tahom rovnym smerom — zabranite tym ohnutiu kolikov. Skor nez kabel pripojite, presvedéte
sa, Ci st obe pripojky spravne orientované a vyrovnané.

@ | POZNAMKA Farba poéitaéa a niektorych komponentov sa mdze odliovat od farby uvadzanej v tomto dokumente.

Pred servisnym ukonom v pocitaci

V zaujme vyhnutia sa poskodeniu pocitaca vykonajte predtym, nez zacnete so servisnym Ukonom v pocitaci, nasledujuce kroky.

Dbajte na to, aby ste dodrzali postup Bezpecnostné pokyny.

Pracovny povrch musi byt rovny a Cisty, aby sa neposkriabal kryt pocitaca.
Vypnite pocitac.

Odpojte od pocitata vietky sietové kable.

N N

Ak chcete odpojit sietovy kabel, najskor odpojte kabel z poéitaéa a potom ho odpojte zo sietového
zariadenia.
5. Odpojte pocitac a vetky pripojené zariadenia z elektrickych zasuviek.
6. Stlatenim a podrzanim hlavného spinaca odpojeného pocitaca uzemnite systémovd dosku.
@ POZNAMKA Pri praci vnitri po&itaéa sa uzemnite pomocou uzemiiovacieho remienka na zapésti alebo opakovanym
dotykanim sa nenatretého kovového povrchu vzdy vtedy, ked sa dotykate konektorov na zadnej strane pocitaca, aby
ste predisli elektrostatickému vyboju.
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Bezpecnostné opatrenia

Kapitola s bezpecnostnymi opatreniami opisuje primarne kroky, ktoré je potrebné vykonat pred tym, ako zanete akykolvek proces
demontéaze.

Pred kazdym servisnym ukonom, ktory zahffia demontaz alebo montaz sucasti, dodrziavajte bezpecnostné opatrenia:

Vypnite systém vratane vSetkych pripojenych periférnych zariadeni.

Odpojte systém a vSetky pripojené periférne zariadenia od elektrickej siete.

Odpojte vSetky sietové kable, telefonne a telekomunikacné linky od zariadenia.

Pri praci vo vnutri stolového pocitaCa pouzite terénnu servisnd stpravu proti elektrostatickym vybojom, aby sa zariadenie neposkodilo
nasledkom elektrostatického vyboja.

Kazdy systémovy komponent, ktory odstranite, opatrne polozZte na antistatickl podlozku.

Odporucame nosit obuv s nevodivymi gumenymi podrazkami, ktoré znizuju riziko zasahu elektrickym pradom.

Pohotovostny rezim napajania

Vyrobky firmy Dell s pohotovostnym rezimom napéjania treba pred odstranenim krytu odpojit od elektrickej siete. Systémy vybavené
pohotovostnym rezimom napajania sU v podstate napajané aj vtedy, ked su vypnuté. Takéto napajanie umozniuje vzdialené zapnutie
systému (prebudenie prostrednictvom siete LAN) a uvedenie do reZzimu spanku a ponUka aj dalSie pokrocilé funkcie riadenia spotreby.

Odpojenim pocitaca od napéjania a stlacenim a podrzanim tlacidla napéjania na 15 sekdnd by sa mala v pocitaci rozptylit zvyskova energia
nahromadena na systémovej doske.

Prepojenie (bonding)

Prepojenie je spdsob spojenia dvoch alebo viacerych uzemrovacich vodiCov k rovnakému elektrickému potencialu. Prepojenie sa robi
pomocou terénnej servisnej stpravy proti elektrostatickym vybojom. Pri pripajani uzemriovacieho vodi¢a davajte pozor na to, aby ste ho
pripojili k holému kovu. Nikdy ho nepripéjajte k natretému ani nekovovému povrchu. Naramok by mal byt pevne zapnuty a mal by sa
dotykat pokozky. Pred vytvérani prepojenia medzi zariadenim a sebou nesmiete mat na sebe Ziadne Sperky, ako hodinky, ndramky alebo
prstene.

Ochrana proti elektrostatickym vybojom (ESD)

Elektrostatické vyboje st vaznou hrozbou pri manipulacii s elektronickymi sti¢astami, obzvlast v pripade citlivych stcasti, ako su rozsirujice
karty, procesory, pamatové moduly DIMM a systémové dosky. Velmi slabé naboje dokazu poskodit obvody spdsobom, ktory nemusi byt
zjavny a moZe sa prejavovat ako prerusované problémy alebo skratend Zivotnost produktu. V odvetvi pdsobia tlaky na dosahovanie nizsej
spotreby energie a zvysenu hustotu, preto je ochrana proti elektrostatickym vybojom Coraz vaznejSim problémom.

Z dévodu zvysenej hustoty polovodiov pouzivanych v nedavnych vyrobkoch spolo¢nosti Dell je teraz citlivost na statické poskodenie
vys8ia neZ v pripade predchadzajlcich produktov Dell. Z tohto dévodu uZ viac nie je moZné v sicasnosti pouzivat niektoré spésoby
manipulécie s dielmi schvalené v minulosti.

Dva rozpoznané typy poSkodenia elektrostatickym vybojom su kritické a prerusované zlyhania.

Kritické — kritické zlyhania predstavuju priblizne 20 % zlyhani stvisiacich s elektrostatickymi vybojmi. PoSkodenie spbsobuje okamzZitl
a Uplnu stratu funkénosti zariadenia. Prikladom kritického zlyhania je pamatovy modul DIMM, ktory prijal vyboj statickej elektriny

a okamzite zacal prejavovat symptom ,Nespusti test POST/Ziadny obraz” vo forme koédu pipania, ktory sa vydava v pripade chybajlce;
alebo nefunk&nej pamate.

Prerusované — preruSované zlyhania predstavuju priblizne 80 % zlyhani stvisiacich s elektrostatickymi vybojmi. Vysoké miera
prerusovanych zlyhani znamend, Ze vacsinu Casu pri vzniku poSkodenia nedochadza k jeho okamzitému rozpoznaniu. Modul DMM
prijme vyboj statickej elektriny, no dochadza iba k oslabeniu spoja a nevznikaju okamzité vonkajSie prejavy suvisiace s poskodenim.
MozZe trvat celé tyzdne i mesiace, neZ pride k roztaveniu spoja. PoCas tohto obdobia méze déjst k degenerécii integrity pamate,
prerusovanych chybam pamate a podobne.

NarocnejSim typom poskodenia z hladiska rozpoznania i rieSenia problémov je preruSované poskodenie (tiez mu hovorime latentné
poskodenie).

Postupujte podla nasledujlcich krokov, aby ste predisli poSkodeniu elektrostatickym vybojom:

Pouzivajte antistaticky naramok, ktory bol riadne uzemneny. Pouzivanie bezdrotovych antistatickych naramkov uz nie je povolené,
pretoZe neposkytuju adekvatnu ochranu. Dotknutim sa 3asi pred manipulaciou s dielmi nezaistuje primerand ochranu proti
elektrostatickym vybojom na dieloch so zvySenou citlivostou na poskodenie elektrostatickym vybojom.

Manipulujte so vSetkymi dielmi citlivymi na staticku elektrinu na bezpe€nom mieste. Ak je to mozné, pouzivajte antistatické podlozky na
podlahe a podlozky na pracovnom stole.

Pri rozbalovani staticky citlivého komponentu z prepravného kartonu odstréarite antistaticky obalovy material az bezprostredne pred
inStalovanim komponentu. Pred rozbalenim antistatického balenia sa uistite, Ze vaSe telo nie je nabité elektrostatickym nabojom.
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Pred prepravou komponentu citlivého na staticku elektrinu pouzivajte antistaticky obal.

Prenosna antistaticka servisna suprava

Nemonitorovana prenosna antistatickéa slprava je najCastejSie pouzivanou servisnou supravou. Kazdé prenosna servisna slprava obsahuje
tri hlavné sUcasti: antistatickd podlozku, ndramok a spojovaci drot.

Sacasti prenosnej antistatickej supravy
Sucastou prenosnej antistatickej stpravy je:

Antistaticka podlozka — antistaticka podlozka je vyrobena z disipativneho materialu, takze na fu pri servisnych tkonoch mozno
odlozit sti¢asti opravovaného zariadenia. Pri pouzivani antistatickej podlozky by mal byt naramok pripevneny na ruke a spojovaci drot
by mal byt pripojeny k podloZke a obnaZenej kovovej ploche v zariadeni, ktoré opravujete. Po splneni tohto kritéria mozno nahradné
sUcasti vybrat z vrecka na ochranu proti elektrostatickym vybojom a polozit ich priamo na podloZzku. Predmetom citlivym na
elektrostatické vyboje ni¢ nehrozi, ak su v rukach, na antistatickej podlozke, v zariadeni alebo vo vrecku.

Naramok a spojovaci drét — naramok a spojovaci drét mézu byt spojené priamo medzi zapastim a obnaZenou kovovou plochou na
hardvéri, ak sa nevyZaduje antistatickd podloZka, alebo mozu byt pripojené k antistatickej podlozke, aby chrénili hardvér, ktory na fu
docasne polozite. Fyzickému spojeniu ndramku a spojovacieho drétu medzi pokozkou, antistatickou podlozkou a hardvérom sa hovori
prepojenie, resp. ,bonding“. PouZivajte iba také servisné stpravy, ktoré obsahuju ndramok, podlozku aj spojovaci drét. Nikdy
nepouzivajte bezdrdtové ndramky. Pamétajte, prosim, na to, ze droty v ndramku sa beznym pouzivanim opotrebUvaju, preto ich treba
pravidelne kontrolovat pomocou nastroja na testovanie naramkov, inak by mohlo déjst k poskodeniu hardvéru elektrostatickym
vybojom. Test ndramku a spojovacieho drétu odporic¢ame vykonavat aspori raz tyzdenne.

Nastroj na testovanie antistatického naramku — droty v naramku sa mézu ¢asom poskodit. Pri pouzivani nemonitorovanej stipravy
je osvedcené testovat naramok pravidelne pred kaZzdym servisnym Ukonom a minimélne raz tyzdenne. Naramok mozno najlepSie
otestovat pomocou néstroja na testovanie antistatického naramku. Ak neméate vlastny néstroj na testovanie ndramku, obratte sa na
regionalnu pobocku firmy a opytajte sa, ¢i vdm ho nevedia poskytnlt. Samotny test sa robi takto: na zapastie si pripevnite naramok,
spojovaci drét naramku zapojite do nastroja na testovanie a stlaCite tlacidlo. Ak test dopadne Uspedne, rozsvieti sa zelena kontrolka
LED. Ak dopadne neuspesne, rozsvieti sa Cervena kontrolka LED a zaznie zvukov4 vystraha.

I1zola&né prvky — pri opravach je mimoriadne dolezité zabranit kontaktu stcasti citlivych na elektrostatické vyboje, ako je napriklad
plastové puzdro chladiCa, s vnitornymi stic¢astami zariadenia, ktoré funguju ako izolatory a Casto byvajd nabité siinym nabojom.
Pracovné prostredie — pred pouzitim antistatickej servisnej slpravy vZdy najskor zhodnotte situaciu u zékaznika. RozloZenie stpravy
napriklad pri praci so serverom bude iné ako v pripade stolového poditaCa alebo prenosného zariadenia. Servery su zvy&ajne ulozené

v stojanoch v datovom centre, stolové pocitace alebo prenosné zariadenia zasa byvaju polozené na stoloch v kancelarii. Na pracu sa
vzdy snazte najst priestrannu rovnu pracovnu plochu, kde vam nebude ni¢ zavadzat a budete mat dostatok priestoru na rozlozenie
antistatickej sUpravy aj manipulaciu so zariadenim, ktoré budete opravovat. Pracovny priestor by takisto nemal obsahovat izolatory,
ktoré mbzu spbsobit elektrostaticky vyboj. ESte pred tym, ako zacnete manipulovat s niektorou hardvérovou stc¢astou zariadenia,
presurite v pracovnej oblasti vSetky izolatory, ako su napriklad polystyrén a dalSie plasty, do vzdialenosti najmenej 30 centimetrov

(12 palcov) od citlivych sucasti.

Antistatické balenie — v3etky zariadenia citlivé na elektrostaticky vyboj sa musia dodavat a preberat v antistatickom baleni.
Preferovanym balenim su kovové vrecka s antistatickym tienenim. Poskodené slcasti by ste mali vzdy posielat spat zabalené v tom
istom antistatickom vrecku a baleni, v ktorom vam boli dodané. Antistatické vrecko by malo byt prehnuté a zalepené a do Skatule,

v ktorej bola nové sucast dodana, treba vioZit vetok penovy baliaci materiél, ¢o v nej pdvodne bol. Zariadenia citlivé na elektrostatické
vyboje by sa mali vyberat z balenia iba na pracovnom povrchu, ktory je chréaneny proti elektrostatickym vybojom a sUcasti zariadeni by
sa nikdy nemali klast na antistatické vrecko, pretoze vrecko chrani iba zvnatra. Stcasti zariadeni mdzete drzat v ruke alebo ich méZete
odloZit na antistatickt podlozku, do zariadenia alebo antistatického vrecka.

Preprava sucasti citlivych na elektrostatické vyboje — pri preprave siUcasti citlivych na elektrostatické vyboje, ako st napriklad
nahradné slcasti alebo stcasti zasielané spat firme Dell, je kvoli bezpeCnosti prepravy velmi doleZité, aby boli uloZzené v antistatickych
vreckach.

Zhrnutie ochrany proti elektrostatickym vybojom

VSetkym terénnym servisnym technikom odporicame, aby pri kazdom servisnom Ukone na produktoch firmy Dell pouzivali klasicky
uzemniovaci ndramok s drétom proti elektrostatickym vybojom a ochranni antistatickd podlozku. Okrem toho je tiez mimoriadne délezité,
aby poCas opravy zariadenia neboli citlivé stcasti v dosahu ziadnych sucasti, ktoré funguju ako izolatory, a aby sa prepravovali

v antistatickych vreckach.

Preprava citlivych komponentov

Pri preprave komponentov citlivych na elektrostaticku elektrinu, ako st nahradné diely alebo diely zasielané spat spolocnosti Dell, je
klt€ové, aby boli na dosiahnutie bezpecnej prepravy uloZzené v antistatickych vreckach.
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Zdvihanie zariadeni

Pri zdvihani tazkych zariadeni dodrziavajte nasledujlice pokyny:
Nedvihajte predmety s hmotnostou vysSou ako 22,67 kg (50 libier). VZdy si zaobstarajte dodatoéni pomoc
alebo pouzite mechanické zdvihacie zariadenie.

Zabezpecte si pevnu, vyrovnanu oporu ndh. Udrziavajte nohy od seba v stabilnej polohe tak, aby vaSe prsty smerovali smerom od seba
Napnite brusné svaly. Brusné svaly poskytuju pri zdvihani podporu pre vasu chrbticu a pomahaju preniest vahu nakladu.

Zdvihajte pomocou ndh, nie chrbta.

Naklad drzte blizko pri tele. Cim blizsie je pri vasej chrbtici, tym menej sily pdsobi na vas chrbat.

Chrbéat majte vystrety, a to pri zdvihani aj skladani nakladu na zem. Nepridavajte k hmotnosti nakladu hmotnost svojho tela. Vyhnite sa
vytacaniu tela a chrbta.

6. Prikladeni ndkladu pouzivajte tieto isté techniky v opacnom poradi.

S PN SIES

Po dokonceni prace v pocitaci

Po skonceni postupu inStalacie stcasti sa pred zapnutim pocitaca uistite, Ze ste pripojili vSetky externé zariadenia, karty a kable.
1. Pripojte k pocitacu pripadné telefénne alebo sietové kéable.

Pred zapojenim sietového kabla najskor zapojte kabel do sietového zariadenia a potom ho zapojte do
pocitaca.

2. Pripojte pocita¢ a vSetky pripojené zariadenia k ich elektrickym zasuvkam.
3. Zapnite pocitac.
4. Ak je to potrebné, spustenim programu diagnostiky ePSA preverte, Ci vas pocitac funguje spravne.
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Technologia a komponenty

V tejto kapitole néjdete informécie o technoldgiach a komponentoch, ktoré s sticastou zariadenia.
Témy:

DDRA4

Vlastnosti rozhrania USB

USB typu C

Vyhody portu DisplayPort cez USB typu C
Port HDMI 2.0

Pamat Intel Optane

DDRA4

Paméat DDR4 (double data rate fourth generation) je rychlejsim nastupcom technolégii DDR2 a DDR3 a v porovnani s maximalnou
kapacitou paméate DDR3 128 GB na modul DIMM pontika vy$siu kapacitu, ktord dosahuje az 512 GB. Pamé&t DDR4 so synchronnym
dynamickym nahodnym pristupom mé odlint koncovku od pamé&ti SDRAM a DDR, aby zabranila pouZivatelovi nainstalovat do systému
nespravny typ pamate.

DDRA potrebuje na prevadzku o 20 % menej energie alebo 1,2 voltu v porovnani s napajanim 1,5 voltu v pripade pamate DDR3. DDR4 tiez
podporuje novy rezim hlbokého zniZenia vykonu, ktory umoZriuje hostitelskému zariadeniu prejst do Usporného reZimu bez potreby
obnovenia pamate. O¢akava sa, ze rezim hlbokého zniZenia vykonu zniZi spotrebu energie v Uspornom rezime o 40 az 50 percent.

Podrobnosti o pamati DDR4
Medzi paméatovymi modulmi DDR3 a DDR4 existuju drobné rozdiely, ktoré su uvedené niZsie.
Rozdiel v zéreze na koncovke paméte

Zarez koncovky modulu DDR4 sa nach&dza na inom mieste ako v pripade koncovky modulu DDR3. Na oboch typoch modulov sa zarezy
nachéadzaju na hrane, ktorou sa moduly vkladaju do systému, no moduly DDR4 ich maju posunuté, aby ich nebolo mozné namontovat do
nekompatibilnej dosky alebo platformy.

Obrazok 1. Rozdiel v zarezoch

V&cSia hrubka
Moduly DDRA4 st o ¢osi hrubSie ako moduly DD3, aby na ne bolo moZné umiestnit viac signélnych vrstiev.

DDR4

Obrazok 2. Rozdiel v hrabke
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Zakriveny okraj

Moduly DDR4 disponuiju zakrivenym okrajom, vdaka ktorému je zasunutie jednoduchSie a znizuje sa ndmaha na ploSnych spojoch poCas
montaze pamate.

Obrazok 3. Zakriveny okraj

Chyby pamite

Chyby paméte systému indikuje novy kéd zlyhania ON-FLASH-FLASH (jedna kontrolka LED svieti a dve blikaju) alebo ON-FLASH-ON (dve
kontrolky LED svietia a jedna blikd). Ak zlyha vSetka pamat, displej LCD sa nezapne. Potencidlne zlyhanie pamate mdzete preverit tak, ze
vlozite do pamatovych zasuviek umiestnenych v spodnej Casti systému alebo pod klavesnicou (pri niektorych prenosnych zariadeniach) iné
pamatové moduly, o ktorych viete, Ze st funkéné.

®

POZNAMKA Pamitovy modul DDRA4 je vstavanou stGéastou zakladnej dosky, takZe ho nie je moZné vymenit, ako je tu
zobrazované a uvadzané.

Vlastnosti rozhrania USB

Systém Universal Serial Bus, alebo USB, bol predstaveny v roku 1996. Znamenal obrovské zjednoduSenie prepajania medzi hostitel'skym
poditatom a periférnymi zariadeniami, akymi st mysi a klavesnice, externé pevné disky a tlaciarne.

Pozrime sa v rychlosti na vyvoj USB v nizSie zobrazenej tabulke.
Tabulkal. Vyvoj USB

Typ Rychlost prenosu Gdajov Kategéria Rok uvedenia na trh
USB 2.0 480 Mb/s Hi-Speed (Vysoké rychlost) 2000
USB 3.0/USB 3.1Gen1 5 Gb/s Super-Speed (Super rychlost) 2010
USB 3.1Gen 2 10 Gb/s Super-Speed (Super rychlost) 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Rozhranie USB 2.0 je uz dihé roky pevne zakotvené ako akysi Standard medzi pocitacovymi rozhraniami, o €om sved¢i aj takmer 6 miliard
predanych zariadeni tohto typu. Aj napriek tomu sa nar vSak kladu stéle vysSie naroky na rychlost, kedZe pocitacovy hardvér je neustéle
rychlejsi a poziadavky na Sirku pasma su stéle vysSie. Odpovedou na stale vysSie naroky spotrebitelov je rozhranie USB 3.0/USB 3.1 Gen 1,
ktoré je teoreticky takmer 10-krat rychlejSie neZ jeho predchodca. Viastnosti rozhrania USB 3.1 Gen 1 mozno zhrn(t struéne takto:

VysSie prenosové rychlosti (az do 5 Gb/s)

ZvySeny maximalny vykon zbernice a zvySeny odber pridu zariadenia, ¢im sa zabezpeci zviddanie energeticky narocnejsich zariadeni
Nové funkcie spravy napajania

Uplné duplexné prenosy tdajov a podpora novych typov prenosu

Spatna kompatibilita so systémom USB 2.0

Nové konektory a kabel

Niz8ie uvedené témy sa venuju niektorym z najcastejSich otadzok v stvislosti s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

SUPERSPEED
S USE>
e

SS<
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Rychlost

Momentélne existuju 3 rychlostné rezimy zadefinované vo svetle najnovsieho rozhrania USB 3.0/USB 3.1 Gen 1. SU to rezimy Super-
Speed, Hi-Speed a Full-Speed. Novy rezim SuperSpeed pontka prenosovu rychlost 4,8 Gb/s. Hoci maji dva rezimy USB nazov Hi-Speed
(s vysokou rychlostou) a Full-Speed (s plnou rychlostou) a beZne sa zvyknl oznaGovat ako USB 2.0 a 1.1, si pomalSie a stéle ponukaju
prenosovu rychlost len 480 Mb/s a 12 Mb/s, no nadalej sa vyuZivaju kvoli spatnej kompatibilite.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 dosahuje ovela vyssi vykon vdaka nizSie uvedenym technickym zmenam:

Dal3ia fyzicka zbernica, ktora je paralelne pridana k existujlcej zbernici USB 2.0 (pozri nizSie uvedeny obrazok).

USB 2.0 predtym obsahovalo 4 droty (napéjaci, uzemrnovaci a par na prenos réznych tdajov). V USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sa pridali
dalSie Styri ur€ené pre dva pary diferencnych signélov (prijem a prenos), ¢o spolu predstavuje osem prepojeni v konektoroch a kabelazi.
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 vyuZziva plne duplexny datovy prenos, kym USB 2.0 iba poloviény. Vdaka tomu je teoretické zvySenie rychlosti
az 10-nasobné.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

KedZe v sU€asnosti vyuzivame videa s vysokym rozliSenim, obrovské datoveé Uloziska Ci digitalne fotoaparaty s velkym po&tom
megapixelov, poZiadavky na rychlost prenosu Udajov st Goraz vysSie a rozhranie USB 2.0 uZ nemusi byt dostatocne rychle. Navyse, Ziadne
rozhranie USB 2.0 sa ani len nepribliZuje teoretickej maximéalnej rychlosti prenosu 480 Mb/s, pretoZe maximalna rychlost v skutocnych
podmienkach je priblizne 320 Mb/s (40 MB/s). Podobne je to v3ak aj s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, ktoré nikdy nedosiahne rychlost
4,8 Gb/s. Pravdepodobna maximalna rychlost v skutocnych podmienkach je 400 MB/s s kontrolou kvality a chybovosti prenosu. Aj pri
takejto rychlosti v8ak predstavuje rozhranie USB 3.0/USB 3.1 Gen 110-nasobné zlepSenie v porovnani s rozhranim USB 2.0.

Aplikacie

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 prindSa viac prenosovych drah a zariadeniam ponutka efektivnejsi a rychlejsi prenos Udajov. Napriklad prenos videa
prostrednictvom rozhrania USB bol predtym z hladiska maximalneho rozliSenia, latencie a kompresie takmer nepripustny. No ak teraz
mame 5 aZ 10-nasobne vadsiu Sirku pasma, video rieSenia vyuZivajlce rozhranie USB mdzu fungovat omnoho lepsie. Jednolinkové
rozhranie DVI vyZaduje prenosovu rychlost takmer 2 Gb/s. Pévodnych 480 Mb/s predstavovalo obmedzenie, no rychlost 5 Gb/s je uz
viac nez slubna. Vdaka slubovanej rychlosti 4,8 Gb/s si ndjde tento Standard cestu aj k takym produktom, ktoré predtym nevyuzivali
rozhranie USB, ako s napriklad externé ukladacie systémy vyuzivajuce polia RAID.

Niz8ie sU uvedené niektoré z dostupnych produktov s rozhranim SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:

Externé stolové pevné disky s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
Prenosné pevné disky s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Dokovacie stanice a adaptéry diskov s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
USB kluce a &itacky s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Disky SSD s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Polia RAID s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Optickeé jednotky

Multimediélne zariadenia

Sietové riesenia

Adaptérové karty a rozboCovace s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Kompatibilita

Dobré sprava je, Ze pri vyvaoji rozhrania USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sa od zagiatku starostlivo dbalo na to, aby dokézalo bezproblémovo
fungovat so Standardom USB 2.0. Hoci na to, aby ste mohli vyuzivat vyhody rychlejsieho nového rozhrania USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, su
potrebné nové fyzické prepojenia, a teda nové kable, samotny konektor zostdva nezmeneny — ma ten isty obdlznikovy tvar so Styrmi
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rovnako umiestnenymi kontaktmi USB 2.0. Kable USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 obsahuju pat novych spojeni na nezavisly prenos prijatych
a odosielanych Udajov. Do kontaktu prichaddzaju len po pripojeni k samotnému rozhraniu SuperSpeed USB.

Systém Windows 8/10 prina$a nativnu podporu radi¢ov s rozhranim USB 3.1 Gen 1. V porovnani s predchadzajicimi verziami systému
Windows ide o zmenu, pretoZe tie nadalej vyZaduju na pouzivanie radicov s rozhranim USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 samostatné ovladace.

Firma Microsoft oznamila, Ze systém Windows 7 bude podporovat rozhranie USB 3.1 Gen 1. Je mozZné, Ze nie hned pri uvedeni na trh, ale
az po vydani prislusného balika Service Pack alebo aktualizacie. Nie je tiez vylicené, Ze ak prebehne implementacia podpory rozhrania USB
3.0/USB 3.1 Gen 1 do systému Windows 7, rezim SuperSpeed bude dostupny aj pre systém Vista. Firma Microsoft tieto domnienky
potvrdila, pretoZe sa vyjadrila, ze vacsina jej partnerov je za to, aby aj systém Vista podporoval rozhranie USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.

USB typu C

USB typu C je novy a maly fyzicky konektor. Samotny konektor podporuje rézne nové Standardy USB, ako napriklad USB 3.1 a napéjanie
prostrednictvom USB (USB PD).

Alternativny rezim

USB-C je novy standard velmi malych konektorov. V porovnani so starym konektorom USB-A ma asi tretinovu velkost. Je to Standardny
konektor, ktory by mal byt kompatibilny so v8etkymi zariadeniami. Porty USB typu C podporuiju viacero réznych protokolov pomocou
Lalternativnych rezimov”, vdaka Comu mbéZete pouzivat adaptéry na pripojenie portov HDMI, VGA, DisplayPort a dalSich prostrednictvom
jediného portu USB.

Nap4ajanie cez USB

Port USB typu C tiez podporuje napajanie cez USB. V st¢asnosti sa pripojenie cez USB €asto vyuziva na nabijanie inteligentnych
telefénov, tabletov a inych mobilnych zariadeni. Pripojenie cez USB 2.0 poskytuje vykon maximalne 2,5 W — pre telefén dostacujlce, pre
ostatné zariadenia nie. Napriklad notebook méze vyZadovat az 60 W. Vdaka napéjaniu cez USB dokéaZe port USB typu C poskytnut az 100
W. Téato funkcia je obojsmerna, takze zariadenie moZe byt napajané alebo moZze samo napéjat. A zariadenie je mozné napéjat sicasne s
prenosom Udajov.

Mohlo by to znamenat koniec v8etkych Specialnych nabijacich kablov pre notebooky — vietko by bolo napéjané Standardizovanym USB
pripojenim. Svoj notebook by ste mohli nabijat pomocou prenosnej batérie, ktorl dnes vyuZivate na nabijanie inteligentného telefénu a
ostatnych prenosnych zariadeni. Mohli by ste pripojit svoj notebook do externého displeja s napajacim kablom a zaroveri pouzivat externy
displej a nabijat notebook — v3etko vdaka jednému malému kablu s konektorom USB typu C. Aby ste mohli tito funkciu vyuZivat,
zariadenia a kabel musia podporovat funkciu napéjania cez USB. To, Ze zariadenie ma port USB typu C eSte neznamend, Ze takto funkciu
aj podporuje.

USB-C a USB 3.1

USB 3.1je novy Standard USB. Teoretické Sirka pasma rozhrania USB 3 je 5 Gb/s, teda rovnaka ako v pripade USB 3.1 1. generéacie, kym
USB 3.12. generéacie uz mdze dosiahnut teoretickl Uroveri 10 Gb/s. To je dvojnasobna Sirka pdsma — rovnaka rychlost ako rychlost
konektora Thunderbolt 1. generacie. Konektor USB typu C nie je to isté ako USB 3.1. USB typu C je iba tvarom konektora a technolégia
prenosu mdze byt USB 2 alebo USB 3.0. Napriklad tablet s Androidom N1 od spolocnosti Nokia ma konektor USB typu C, ale $tandard
prenosu je USB 2.0 — dokonca ani USB 3.0. Tieto technologie vSak spolu tzko suvisia.

Vyhody portu DisplayPort cez USB typu C

maximalne vyuzitie moznosti audia/videa, ktoré pontka port DisplayPort (rozliSenie az 4K pri frekvencii 60 Hz),

symetricky kabel, ktory pri zapajani nevyzaduije rozliSovanie medzi pravym a lavym koncom ani hornou a dolnou stranu konektora,
spatna kompatibilita s portmi VGA a DVI pomocou adaptérov,

prenos Udajov na Urovni SuperSpeed USB (USB 3.1),

podpora technolégie HDMI 2.0a a sp&tna kompatibilita so starsimi verziami.

Port HDMI 2.0

V tejto Casti néjdete informacie o porte HDMI 2.0 a jeho vlastnostiach a vyhodach.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je Uplne rozhranie nekomprimovaného, Uplne digitdlneho zvuku/videa podporované naprie¢
odvetvim. HDMI poskytuje rozhranie medzi akymkolvek kompatibilnym zdrojom zvuku/videa, ako je DVD prehravag &i prijimac A/V,

a kompatibilnym monitorom s podporou digitdlneho zvuku a/alebo videa, ako je digitaina televizia (DTV). Uréené vyuzitia pre televizory
s rozhranim HDMI a DVD prehravace. Primarnou vyhodou je znizenie poctu kablov a opatrenia na ochranu obsahu. HDMI podporuje
Standardné, vylepSené video, video vo vysokom rozlieni spolu s viackanalovym digitalnym zvukom prostrednictvom jediného kabla.
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Vlastnosti rozhrania HDMI 2.0

Ethernetovy kanal HDMI - priddva HDMI prepojeniu vysoku rychlost zosietovania, vd'aka ktorej mozu pouzivatelia svoje IP zariadenia
vyuZivat naplno bez samostatného ethernetového kabla

Spatny zvukovy kanal — umoZriuje TV pripojenému cez rozhranie HDMI so vstavanym tunerom odosielat zvukové Udaje priamo do
okolitého zvukového systému, vdaka Comu nie je potrebny samostatny zvukovy kabel

3D — urCuje vstupné/vystupné protokoly pre hlavné forméaty 3D videa, Co otvara priestor pre pravé aplikacie 3D hrania a 3D doméaceho
kina

Typ obsahu - signalizacia typov obsahu medzi displejom a zdrojovymi zariadeniami v redlnom ¢ase umozriuje TV optimalizovat
nastavenia obrazu na zaklade typu obsahu

Dalsi priestor pre farby — pridava podporu dalsich farebnych modelov vyuZivanych pri digitalnej fotografii a pocitadovej grafike.
Podpora 4K — umozniuje vyuzivanie rozlieni videa nad 1 080 p s podporou displejov novej generéacie, ktoré nahradia digitaine systémy
premietania pouzivané v mnohych komer¢nych kinach

HDMI mikro konektor — novy, mensi konektor pre telefony a ostatné prenosné zariadenia s podporou rozliSeni videa az do 1080 p
Systém pripojenia v automobiloch — nové kable a konektory pre videosystémy v automobiloch, ktoré s vytvorené na uspokojenie
jedineCnych poziadaviek prostredia vozidla, pri zachovani skutocnej kvality vysokého rozlienia

Vyhody HDMI

Kvalitné HDMI prenasa digitalny zvuk a video bez kompresie pre tu najvy3Siu a najostrejsiu kvalitu obrazu.

Lacné HDMI ponuka kvalitu a funkcie digitalneho rozhrania, no zaroven podporuje videoformaty bez kompresie jednoduchym a cenovo
dostupnym spdsobom

Audio HDMI podporuije viaceré forméaty zvuku od Standardného sterea az po viackanalovy priestorovy zvuk

Rozhranie HDMI spéja video a viackanalovy zvuk do jedného kabla, pricom znizuje naklady, zloZitost a neprehladnost viacerych kablov,
ktoré sa v su€asnosti pouzivaju v audiovizualnych systémoch

HDMI podporuje komunikaciu medzi zdrojom videa (napr. DVD prehravac) a DTV, pri€om umozriuje nové funkcie

Pamat Intel Optane

Pamat Intel Optane slUzi iba na zrychlenie datového UloZiska. Tato pamat nenahradza pamat RAM vo vasom pocitaci ani nerozsiruje jej
kapacitu.

@ POZNAMKA Pamit Intel Optane moZno pouzivat v po&itadoch, ktoré spiiiaji tieto systémové poziadavky:
+ procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacie alebo novsej,

+ operacny systém Windows 10 (64-bitovy, verzia 1067 alebo novsia),
+ ovladac technolégie Intel Rapid Storage (verzia 15.9.1.1018 alebo novsia).

Tabul'ka2. Technické udaje pamate Intel Optane

Vlastnost Technické udaje

Rozhranie PCle 3.0 x2 NVMe 1.1

Konektor Slot na kartu M.2 (2230/2280)

Podporované konfiguréacie . procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacie alebo novéej,
operacny systém Windows 10 (64-bitovy, verzia 1067 alebo
novsia),

ovladac technolégie Intel Rapid Storage (verzia 15.9.1.1018
alebo novsia).

Kapacita 32 GB

Povolenie pouzivania pamate Intel Optane

Na paneli Gloh kliknite na vyhladavacie pole a napiSte dor , Intel Rapid Storage Technology*.
Kliknite na polozku Intel Rapid Storage Technology.
Na karte Status (Stav) kliknite na polozku Enable (Povolit), ¢im povolite pouZivanie paméate Intel Optane.

Ak chcete pokracovat v povolovani pouzivania paméate Intel Optane, na obrazovke s upozornenim vyberte kompatibilny rychly disk
a kliknite na tlacidlo Yes (Ano).

N N
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5. Kiliknutim na polozky Intel Optane memory (Pamat Intel Optane) > Reboot (Restartovat) dokoncite povolovanie pouZivania
pamate Intel Optane.

(D POZNAMKA Vyhody pamite Intel Optane sa v pripade chodu aplikacii naplno prejavia pri ich druhom az tretom
spusteni.

Zakazanie pouzivania pamate Intel Optane

Ked zakaZete pamit Intel Optane, neodinstalujte ovliadaé technolégie Intel Rapid Storage, inak bude
dochéadzat k chybe so zobrazovanim modrej obrazovky. PouZivatel'ské rozhranie technolégie Intel Rapid Storage mdzZete
odstranit bez toho, aby ste odinstalovali jej ovladaé.

(D POZNAMKA Pamit Intel Optane je nevyhnutné zakazat este pred tym, ako z poéitaga vyberiete datové tlozisko
s rozhranim SATA, ktorého chod zrychluje pamatovy modul Intel Optane.

1. Na paneli tloh kliknite na vyhladavacie pole a napiSte don , Intel Rapid Storage Technology*.
2. Kiliknite na polozku Intel Rapid Storage Technology. Zobrazi sa okno aplikacie Intel Rapid Storage Technology.

3. Na karte Intel Optane memory (Pamiét Intel Optane) kliknite na poloZzku Disable (Zakazat), Cim zakéZete pouzivanie pamate Intel
Optane.

4. Kliknite na tlacidio Yes (Ano), ak ste porozumeli upozorneniu.
Zobrazi sa proces zakazovania paméte.

B. Kliknutim na polozku Reboot (Res§tartovat) dokoncite zakazanie pamate Intel Optane a pocitaC sa restartuijte.
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Demontaz a instalacia komponentov
Bocny kryt

Demontaz bocného krytu

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Easti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontaz boc¢ného krytu:
a) Uvolnite skrutku, ktoré pripeviiuje bocny kryt ku skrinke.

b) Vysurite bocny kryt smerom k prednej Casti pocitaca a odstrarite ho zo skrinky.
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Montaz bo¢ného krytu

1. Montaz bo&ného krytu:
a) PriloZzte bo¢ny kryt ku skrinke pocitaca.
b) Zasurite ho smerom k zadnej Casti a nasad'te ho.
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c) Utiahnite skrutku, ktora pripevfiuje kryt k pocitacu.

2. Postupujte podla pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonceni prace v pocitaci.
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Zostava 2,5-palcového pevného disku

Demontaz zostavy 2,5-palcového pevného disku

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Easti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Odstréante bocny kryt.
3. Demontéz zostavy pevného disku:

a) Stlacte modré zapadky na obidvoch stranach pevného disku [1].
b) Zatlacte na zostavu pevného disku, aby ste ju mohli vybrat z pocitaca a vyberte ju zo skrinky pocitaca [2].

Montaz zostavy 2,5-palcového disku

1. Montaz zostavy pevného disku:
a) Zostavu pevného disku viozte do prisluSnej zasuvky v pocitaci.
b) Potom ju zasUvajte smerom ku konektoru na systémovej doske, kym nezacvakne na svoje miesto.
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2. Namontujte boc¢ny kryt.
3. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Gasti Po dokonceni prace v pocitaci.

Pevny disk

Demontaz 2,5-palcového pevného disku z konzoly pevného
disku

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:

a) Bocny kryt

b) Zostava 2,5-palcového pevného disku
3. Demontaz konzoly pevného disku:

a) Potiahnite jednu stranu konzoly pevného disku, odpojte koliky na konzole z otvorov na pevnom disku [1] a nadvihnutim disk vyberte
(2].
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Montaz 2,5-palcového pevného disku do konzoly pevného
disku

1. Zarovnajte koliky na konzole disku so zasuvkami na jednej strane pevného disku a zasurite ich.
2. Ohnite druht stranu konzoly, zarovnajte koliky s otvormi na disku a zasurite ich.
3. NainStalujte nasledujuce komponenty:
a) Zostava 2,5-palcového pevného disku
b) Bocny kryt
4. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.

Ventilator chladica

Demontaz ventilatora chladica

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Odstrérite bocny kryt.
3. Demontéz ventilatora chladica:
a) Stlacte modré poistky na obidvoch stranach ventiltora chladica [1].
b) Vysurite ventilator chladica a nadvihnite ho, aby ste ho mohli vybrat z pocitaca.
c) Obratte ventilator chladica, aby ste ho mohli vybrat z pocitaca [2].
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4. Odpojte kabel reproduktora a kabel ventildtora chladica od prisluSnych konektorov na systémovej doske.

Montaz ventilatora chladica

1. Montéaz ventildtora chladi¢a:
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a) Pripojte kabel ventilatora chladia a kabel reproduktora k prisluSnym konektorom na systémovej doske.

b) Ventilator chladi¢a vlozte do skrinky a zasUvajte ho na miesto, kym sa neozve cvaknutie.

2. Namontujte boc¢ny kryt.
3. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.
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Reproduktor

Demontaz reproduktora

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Easti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:
a) Bocny kryt
b) Ventilator chladica
3. Demontaz reproduktora:
a) Kabel reproduktora vyberte z pridrznych hacikov na ventilatore chladica [1].
b) Odskrutkujte dve skrutky (M2,5 x 4), ktoré pripeviuju reproduktor k ventildtoru chladica [2].
c) Odstrarnite reproduktor z ventilatora chladica [3].

Montaz reproduktora

1. Montaz reproduktora:
a) Otvory na skrutky v reproduktore zarovnajte s otvormi na ventiltore chladica [1].
b) Zaskrutkujte spat dve skrutky (M2,5 x 4), ktoré pripevriuju reproduktor k ventiltoru chladica [2].
c) Kabel reproduktora viozte do pridrznych hacikov na ventilatore chladica [3].

Demontaz a inStalacia komponentov

23



2. Nainstalujte nasledujuce komponenty:
a) Ventilator chladica
b) Bocny kryt
3. Postupujte podia pokynov uvedenych v Casti Po dokoncéeni prace v pocitaci.

Pamatové moduly

Demontaz pamatového modulu

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Easti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:
a) Bocny kryt
b) Ventilator chladica
3. Demontaz pamatového modulu:
a) Odtiahnite poistné spony od paméatového modulu, kym paméatovy modul nevyskodi [1].
b) Vyberte pamé&tovy modul zo zasuvky na systémovej doske [2].
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InStalacia pamatového modulu

1. Montaz pamatového modulu:
a) Zarovnajte drazku pamatového modulu so zapadkou na konektore paméatového modulu.
b) Vlozte pamatovy modul do slotu [1] a zaslUvajte ho dovnitra, kym nezacvakne na svoje miesto [2].
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2. NainStalujte nasledujuce komponenty:
a) Ventilator chladica
b) Bocny kryt
3. Postupuijte podia pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonéeni prace v pocitaci.

chladica

Demontaz chladica

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:
a) Bocny kryt
b) Zostava 2,5-palcového pevného disku
c) Ventilator chladica
3. Demontéz chladica:
a) Uvolnite tri skrutky (M3), ktoré pripeviiuju chladi¢ k po&itacu [1].
@ POZNAMKA V systémoch vybavenych procesorom s TDP 35 W je chladi¢ pripevneny k systémovej doske tromi
skrutkami, 65 W procesory pripeviiuji Styri skrutky.
b) Vyberte chladi¢ z pocitaca [2].
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Montaz chladica

1. Montaz chladica:
a) Chladi¢ poloZte na miesto na procesor [1].
b) Utiahnite tri skrutky (M3), ktoré pripeviiuju chladic k systémovej doske [2].
@ POZNAMKA V systémoch vybavenych procesorom s TDP 35 W je zostava chladiéa pripevnena k systémovej doske
tromi skrutkami, 65 W procesory pripeviuja styri skrutky.
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2. NainStalujte nasledujuce komponenty:
a) Ventilator chladica
b) Zostava 2,5-palcového pevného disku
c) Bocny kryt
3. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Gasti Po dokonceni prace v pocitaci.

Procesor

Demontaz procesora

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:
a) Bocny kryt
b) Zostava 2,5-palcového pevného disku
c) Ventilator chladica
d) Chladic
3. (Odstranenie procesora:
a) Uvolnite packu zasuvky potlacenim packy nadol a vytiahnutim spod zapadky na Stite procesora [1].
b) Nadvihnite packu nahor a zdvihnite Stit procesora [2].
Koliky v zasuvke procesora si tenké a neopatrnym zaobchadzanim ich je moZné natrvalo poskodit.
Davajte preto pri vyberani procesora zo zasuvky pozor, aby ste ich neohli.
c) Procesor vydvihnite zo zasuvky [3].
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@ POZNAMKA Po demontazi vioste procesor do antistatického obalu, ak ho chcete este pouzit, vratit alebo docasne
bezpecne uskladnit. Nedotykajte sa spodnej strany procesora a davajte pozor, aby ste neposkodili kontakty. Pri
manipulacii drzte procesor iba za hrany.

Montaz procesora

1. Montaz procesora:
a) Procesor umiestnite na paticu tak, aby boli sloty na procesore zarovno s vy¢nelkami na pétici [1].
Pri osadzani procesora nepouzivajte silu. Ak je procesor spravne umiestneny, do objimky zapadne
lahko.

b) Zatvorte §tit procesora tak, Zze ho zasuniete pod poistnud skrutku [2].
c) ZatlaCte packu patice nadol a uzamknite ju zasunutim pod zapadku [3].
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2. NainStalujte nasledujuce komponenty:
a) Chladic
b) Ventilator chladica
c) Zostava 2,5-palcového pevného disku
d) Bocny kryt
3. Postupujte podia pokynov uvedenych v Casti Po dokonceni prace v pocitaci.

Karta WLAN

Demontaz karty WLAN

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v &asti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontaz externych antén
a) Povolte skrutku pripevrujucu anténu a vyberte ju z poc&itaca.
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3. Demontujte nasledujice komponenty:
a) Bocny kryt
b) Zostava 2,5-palcového pevného disku

4. \Vybratie karty WLAN:
a) Odstranite jednu skrutku (M2 x 3,5), ktoréa pripevriuje plastovu Uchytku ku karte WLAN [1].
b) Odstrarite plastovu Uchytku, aby ste ziskali pristup k anténnym kablom karty WLAN [2].
c) Odpojte anténne kable karty WLAN od konektorov na karte WLAN [3].
d) Nadvihnutim vyberte kartu WLAN z konektora na systémovej doske [4].
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Montaz karty WLAN

1. Montaz karty WLAN:
a) Kartu WLAN vloZte do konektora na systémovej doske [1].
b) Anténne kable karty WLAN pripojte k prisluSnym konektorom na karte WLAN [2].
c) Vratte na pdvodné miesto plastovu Uchytku, ktord pripevriuje kéble karty WLAN [3].
d) Zaskrutkujte spét jednu skrutku (M2 x 3,5), ktoré pripeviiuje plastovu Uchytku ku karte WLAN [4].
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NainStalujte nasledujuce komponenty:

a) Zostava 2,5-palcového pevného disku
b) Bocny kryt

Montéz externych antén

a) Utiahnite skrutku, ktora pripevriuje anténu k pocitacu.
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4. Postupuijte podia pokynov uvedenych v &asti Po dokoncéeni prace v pocitadi.

Disk SSD, M.2 PCle

Demontaz disku SSD M.2 PCle

@ | POZNAMKA Tieto pokyny platia aj pre disk SSD M.2 SATA.

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v &asti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:
a) Bocny kryt
b) Zostava 2,5-palcového pevného disku
3. Demontéz disku SSD M.2 PCle:
a) Odstrarite jednu skrutku (M2 x 3,5), ktora pripevnuje disk SSD M.2 PCle k systémovej doske [1].
b) Nadvihnite disk SSD PCle a vyberte ho z konektora na systémovej doske [2].
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Montaz disku SSD M.2 PCle

(D | POZNAMKA Tieto pokyny platia aj pre disk SSD M.2 SATA.

1. Montéz disku SSD M.2 PCle:

a) Disk SSD M.2 PCle vlozte do konektora na systémovej doske [1].
b) Zaskrutkuijte jednu skrutku (M2 x 3,5), ktoréa pripevriuje disk SSD M.2 PCle k systémovej doske [2].
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2. NainStalujte nasledujuce komponenty:
a) Zostava 2,5-palcového pevného disku
b) Bocny kryt
3. Postupuijte podia pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonéeni prace v pocitaci.

Gombikova batéria

Demontaz gombikovej batérie

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujice komponenty:

a) Bocny kryt
3. Demontéz gombikovej batérie:

a) TlaCte na uvoltiovaciu zpadku, kym gombikova batéria nevyskoci [1].

b) Demontujte gombikovu batériu zo systémovej dosky [2].
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Montaz gombikovej batérie

1. Montaz gombikovej batérie:
a) GombikovU batériu drzte znakom ,,+“ nahor a zasunte ju pod zaistovacie vybezky na kladnej strane konektora na systémovej doske

[1].

b) Zatladte batériu do konektora, az kym nezacvakne na svoje miesto [2].
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2. Namontujte:
a) Bocny kryt
3. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Gasti Po dokonceni prace v pocitaci.

Volitel'ny modul

Demontaz volitelného modulu

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.
2. Demontujte nasledujuce komponenty:
a) Bocny kryt
b) Zostava 2,5-palcového pevného disku
3. Demontaz volitelnej karty:
a) Od konektora na systémovej doske odpojte kabel volitelnej karty [1].
b) Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 3,5) a dve skrutky, ktoré pripevriuju volitelnd kartu k Sasi pocitaca [2, 3].
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c) Vytiahnite volitelnd kartu a vyberte ju z pocitaca.
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Montaz volitelného modulu

1. Montaz volitelnej karty:
a) Volitelnu kartu umiestnite na prislusné miesto v poditaci.

b) Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 3,5) a dve skrutky, ktoré pripevfiuju volitelnd kartu k Sasi pocitaca [1, 2].
c) Kabel volitelnej karty pripojte ku konektoru na systémovej doske [3].
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2. NainStalujte nasledujuce komponenty:

a)
b)

Bocény kryt
Zostava 2,5-palcového pevného disku

3. Postupuijte podia pokynov uvedenych v ¢asti Po dokonéeni prace v pocitaci.

Systémova doska

Demontaz systémovej dosky

1. Postupujte podla pokynov uvedenych v Casti Pred servisnym Ukonom v pocitaci.

2. Demontujte nasledujice komponenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9
h)
D)

Bocény kryt

zostava 2,5-palcového pevného disku
Ventilator chladi¢a

WLAN

Disk SSD, M.2 PCle

Pamatovy modul

Voliteny modul

Chladi¢

Procesor

3. Demontéz opory rému pevného disku:

a) Odskrutkujte skrutku, ktora pripevriuje oporu ramu pevného disku k systémovej doske [1].

b)

Odstrarite oporu rému pevného disku zo systémovej dosky [2].
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4. Demontaz systémovej dosky:
a) Odskrutkujte dve skrutky (M3 x 4) [1] a tri skrutky (6-32 x 5,4) [2], ktoré pripeviiuju systémova dosku k pocitacu.

an,

b) Nadvihnite systémovu dosku a vytiahnite konektory z otvorov v zadnej asti pocitaca [1].
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c) Vysurite systémovu dosku z pocitaca [2].

Instalacia systémovej dosky

1. Montaz systémovej dosky:
a) Systémovu dosku uchopte za okraje a Sikmo ju zasUvajte k zadnej Casti pocitaca.

b) ZasUvajte ju do pocitaca, az kym nebudl konektory na zadnej strane systémovej dosky zarovnané so s otvormi v Sasi pocitaca
a otvory na skrutky v systémovej doske nebudl zarovnané s vystupkami na poc&itaci [1,2].
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c) Zaskrutkujte spat dve skrutky (M3 x 4) [1] a tri skrutky (6-32 x 5,4) [2], ktoré pripevriuji systémovi dosku k pocitacu.

MSS

1BX:A3M

d) Umiestnite na systémovl dosku oporu ramu pevného disku [1].
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e) Zaskrutkujte spat skrutku, ktora pripeviiuje oporu ramu pevného disku k systémovej doske [2].

2. Nainstalujte nasledujice komponenty:
a) Procesor
b) Chladic
c) Pamatovy modul
d) Volitelny modul
e) Disk SSD, M.2 PCle
f) WLAN
g) Ventilator chladica
h) Zostava 2,5-palcového pevného disku
i) Bocny kryt
3. Postupuijte podla pokynov uvedenych v Gasti Po dokonceni prace v pocitaci.
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RieSenie problémov

Diagnostika Vylepsené vyhodnotenie systému pred
zavedenim (Enhanced Pre-Boot System
Assessment — ePSA)

Diagnostika ePSA (zndma tiez ako diagnostika systému) sltZi na UpInd kontrolu hardvéru. Diagnostika ePSA je vstavanou st¢astou
systému BIOS, v ktorom sa spusta. Vstavana diagnostika systému poskytuje stibor moznosti pre konkrétne zariadenia alebo skupiny
zariadeni, aby ste mohli:

Diagnostiku ePSA moZno spustit pri zapinani pocitaca tak, Ze stlacite naraz tlacidlo napéjania a klédves Fn.

Spustit testy automaticky alebo v interaktivnom rezime

Opakovat testy

Zobrazit alebo ulozit vysledky testov

Spustenim podrobnych testov zaviest dodatocné testy kvoli ziskaniu dalSich informacii o zariadeniach, ktoré maju poruchu
Zobrazit hldsenia o stave, ktoré vés informuju, ak testy prebehli Uspesne

Zobrazit chybové hléasenia, ktoré véas informuiju, ak sa pocas testov objavili nejaké problémy

@ POZNAMKA Niektoré testy vybranych zariadeni vyZaduja aktivnu participaciu pouzivatela. Preto je ddlezité, aby ste
pocas diagnostickych testov boli pri pocitaci.

Spustenie diagnostiky ePSA

Spustite diagnostiku jednym z dvoch nizSie uvedenych spbsobov:

1. Zapnite pocitac.
2. Ked sa pocas zavadzania systému objavi logo Dell, stlacte klaves F12.

3. Na obrazovke s ponukou zavidzania systému vyberte pomocou klavesov so Sipkou nadol a nahor polozku Diagnostics (Diagnostika)
a stlaCte klaves Enter.

@ POZNAMKA Zobrazi sa okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Vylepsené vyhodnotenie systému pred
zavedenim), ktoré zobrazi vSetky zariadenia zistené v poc€itaci. Diagnosticky nastroj spusti testy pre vSetky zistené
zariadenia.

4. Kiliknite na ikonu Sipky v pravom dolnom rohu, ¢im prejdete na stranku so zoznamom.
V zozname sU zobrazené vSetky zistené zariadenia pocitaca, ktoré boli uz aj otestované.

5. Ak chcete spustit diagnosticky test pre konkrétne zariadenie, stladte klaves Esc a kliknutim na tlagidlo Yes (Ano) zastavte
diagnosticky test.

6. Vyberte zariadenie na lavej table a kliknite na poloZku Run Tests (Spustit testy).

7. 'V pripade problémov sa zobrazia chybové kody.
Poznacte si chybovy kdd a obratte sa na Dell.

Diagnostika

POST (Automaticka kontrola pri zapnuti) pocitaCa zaisti, Ze je v sllade so zakladnymi poziadavkami na pocitac a Ze pred spustenim
procesu nacitavania spravne funguje hardvér. Ak pocitaC prejde cez POST, pocita¢ bude pokraCovat v sptstani v normalnom rezime.
Avsak, ak pocitac pri POST zlyha, pri spustani zobrazi sériu LED kédov. Kontrolka LED systému je integrované na tlacidle napéjania.

Nasledujuca tabulka zobrazuje rézne svetelné vzory a ich vyznam.
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Tabul'ka3. Stavy indikované kontrolkou LED napéjania

Stav oranzZovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

Nesvieti Nesvieti 54, 85 Hibernacia alebo rezim
spanku (S4)
Napéjanie je vypnuté (Sb)
Nesvieti Blika S1, 83

Systém je v rezime nizkej
spotreby S1alebo S3. Toto
blikanie nenaznacuje Ziadnu
chybu systému.

Predchéadzajlci stav

Predchadzajuci stav

S3, bez signalu PWRGD od
napajacieho zdroja

OznacCuje mozné oneskorenie
prechodu z aktivneho stavu
SLP_S3# do neaktivneho stavu
PWRGD_PS.

Blika

Nesvieti

S0, bez signalu PWRGD od
napajacieho zdroja

Zlyhanie spustenia systému —
pocitac je napajany a napéajaci
zdroj dosahuje normélne
hodnoty. Zariadenie mozno
nefunguje spravne alebo je
nespravne nainstalované. Pozrite
si vzory blikania oranzového
svetla v nizSie zobrazenej
tabulke, ktoré uvadza
potencialne problémy a moznosti
diagnostiky.

NepreruSované svetlo

Nesvieti

SO, bez signalu PWRGD od
napajacieho zdroja, fetch kédu =
0

Zlyhanie spustenia systému —
stav signalizujuci chybu systému
vratane chyby napajacieho
zdroja. Spravne funguje iba 5 V
napajanie zdroja v
pohotovostnom rezime.

Nesvieti

NepreruSované svetlo

S0, bez signalu PWRGD od
napéjacieho zdroja, fetch kddu =
1

Oznacuje, Ze hostitelsky systém
BIOS zacal vykonavat prikazy

a do registra LED mozno
zapisovat.

Tabul'ka4. Zlyhania indikované blikajicou oranzovou kontrolkou LED

Stav oranzovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

2

1

Chyba zakl. dosky

Chyba z4kl. dosky — riadky A, G,
HaJ v tabulke 12.4

s technickymi tdajmi o SIO —
indikatory pred testom POST
[40]

Chyba z&kl. dosky, PSU alebo
kabelaze

Chyba z&kl. dosky, PSU alebo
kabeldze — riadky B, Ca D

v tabulke 12.4 s technickymi
Udajmi o SIO [40]

Chyba z&kl. dosky, paméate alebo

procesora

Chyba z4kl. dosky, paméate alebo
procesora — riadky F a K

v tabulke 12.4 s technickymi
Udajmi o SIO [40]

Chyba gombikovej batérie

Chyba gombikovej batérie —
riadok M v tabulke 12.4
s technickymi Gdajmi o SIO [40]
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Tabulkab. Stavy v ¢asti Host BIOS Control

Stav oranzZovej kontrolky

Stav bielej kontrolky

Stav systému

Poznamky

2

5

BIOS, stav 1

Kéd testu POST systému BIOS
(Pévodny vzor LED 0001) pre
poskodenie systému BIOS.

BIOS, stav 2

Kéd testu POST systému BIOS
(Pdvodny vzor LED 0010) pre
problém s konfiguraciou
procesora alebo zlyhanie
procesora.

BIOS, stav 3

Koéd testu POST systému BIOS
(Pdvodny vzor LED 0011) pre
prebiehajlcu konfiguraciu
paméate. Nasli sa pozadované
pamatové moduly, no doslo k ich
zlyhaniu.

BIOS, stav 4

Kod testu POST systému BIOS
(Pévodny vzor LED 0100) pre
problém s konfiguraciou
zariadenia PCl alebo jeho
zlyhanie, ktoré suvisi

s problémom s konfiguraciou
alebo zlyhanim podsystému
videa. Systém BIOS zobrazi kdd
0101 pre chybu videa.

BIOS, stav 5

Kod testu POST systému BIOS
(Povodny vzor LED 0110) pre
problém s konfiguraciou
datového UloZiska alebo jeho
zlyhanie, ktoré suvisi

s konfiguraciou alebo zlyhanim
rozhrania USB. Systém BIOS
zobrazi kéd 0111 pre chybu
rozhrania USB.

BIOS, stav 6

Kod testu POST systému BIOS
(Pbvodny vzor LED 1000) pre
problém s konfiguraciou pamate,
nenasla sa Ziadna pamat.

BIOS, stav 7

Kéd testu POST systému BIOS
(Pbvodny vzor LED 1001) pre
fatalnu chybu zakladnej dosky.

BIOS, stav 8

Kéd testu POST systému BIOS
(Pdvodny vzor LED 1010) pre
konfiguraciu paméate,
nekompatibilné moduly alebo
neplatnu konfiguraciu.

BIOS, stav 9

Kéd testu POST systému BIOS
(Pbvodny vzor LED 1011) pre iny
Ukon pred inicializéciou video
zariadenia, ktory sUvisi s kddmi
pre konfiguraciu prostriedkov.
Systém BIOS zobrazi kéd 1100.

BIOS, stav 10

Kod testu POST systému BIOS
(Pévodny vzor LED 1110) pre iny
Ukon pred testom POST, ktory
nasleduje po inicializacii video
zariadenia.
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Diagnostické chybové hlasenia

Tabul'ka6. Diagnostické chybové hlasenia

Chybové hlasenia

Popis

AUXILIARY DEVICE FAILURE

Dotykovy panel alebo externd mys moézu byt chybné. V pripade
externej mysi skontrolujte pripojny kabel. V programe Nastavenie
systému povolte moznost Pointing Device (Ukazovacie
zariadenie).

BAD COMMAND OR FILE NAME

Skontrolujte, Ci ste prikaz zadali spravne, dali medzery na spravne
miesta a pouZili spravnu cestu.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE

Zlyhanie primarnej internej vyrovnavacej pamate mikroprocesoru.
Kontaktujte Dell

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE

Optické jednotka neodpoveda na prikazy z pocitaca.

DATA ERROR

Pevné jednotka nedokéze precitat data.

DECREASING AVAILABLE MEMORY

Jeden alebo niekolko pamatovych modulov mdze byt chybnych
alebo nespravne nasadenych. Opatovne nainstalujte pamatové
moduly alebo ich vymerite, ak je to potrebné.

DISK C: FAILED INITIALIZATION

Nepodarilo sa inicializovat pevny disk. Spustite testy pevného disku
v nastroji Dell Diagnostics.

DRIVE NOT READY

Operéacia si vyZaduije, aby pevny disk sa nachadzal v Sachte eSte
pred pokraGovanim. Do Sachty na pevny disk nainStalujte pevny
disk.

ERROR READING PCMCIA CARD

Pocitac nedokaze identifikovat kartu ExpressCard. Opatovne vioZte
kartu alebo vyskulSajte ind kartu.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED

Velkost pamate zaznamenané v pamati NVRAM nezodpoveda
velkosti pamatového modulu naingtalovaného v pocitaci.
Restartujte pocitac. Ak sa chyba vyskytne znova, obratte sa na
firmu Dell.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

Subor, ktory sa pokuSate skopirovat, je prili§ velky na to, aby sa na
disk zmestil, alebo disk je plny. Pokuste sa stbor prekopirovat na iny
disk alebo pouzite disk s va&Sou kapacitou.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING
CHARACTERS: \ / "> | -

V nazvoch suborov tieto znaky nepouZivajte.

GATE A20 FAILURE

Niektory pamé&tovy modul méze byt uvolneny. Namontujte spéat
pamatovy modul alebo ho vymerite, ak je to potrebné.

GENERAL FAILURE

OperaCny systém nie je schopny prikaz vykonat. Za tymto hlasenim
sa obvykle zobrazia dalSie spresriujuce informacie. Napriklad:
Printer out of paper. Take the appropriate
action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR

Pocitat nemdze identifikovat typ disku. Vypnite pocitac,
demontujte pevny disk a zaved'te systém z optickej jednotky.
Potom pocitac vypnite, pevny disk opdtovne nainstalujte a poditac
reStartujte. Spustite testy Hard Disk Drive (Pevny disk)
dostupné v nastroji Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE O

Pevny disk neodpoveda na prikazy z pocitaca. Vypnite poditac,
demontujte pevny disk a zavedte systém z optickej jednotky.
Potom pocitac vypnite, pevny disk op&tovne nainstalujte a pocita
reStartujte. Ak problém pretrvava, skuste inu diskovu jednotku.
Spustite testy Hard Disk Drive (Pevny disk) dostupné v nastroji
Dell Diagnostics.
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Chybové hlasenia

Popis

HARD-DISK DRIVE FAILURE

Pevny disk neodpoveda na prikazy z pocCitaca. Vypnite pocitac,
demontujte pevny disk a zaved'te systém z optickej jednotky.
Potom pocitac vypnite, pevny disk opatovne nainstalujte a pocitac
reStartujte. Ak problém pretrvava, skuste inl diskovu jednotku.
Spustite testy Hard Disk Drive (Pevny disk) dostupné v nastroji
Dell Diagnostics.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE

Pevny disk moZe byt chybny. Vypnite pocitac, demontujte pevny
disk a zaved'te systém z optickej jednotky. Potom pogitaC vypnite,
pevny disk opdtovne nainStalujte a pocitaC restartujte. Ak problém
pretrvava, skiste inl diskovd jednotku. Spustite testy Hard Disk
Drive (Pevny disk) dostupné v nastroji Dell Diagnostics.

INSERT BOOTABLE MEDIA

OperaCny systém sa pokUsa spustit z média, ktoré nie je
zavédzacie, akym je napriklad opticka jednotka. Vlozte
bootovatelny nosic.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

Konfiguracia systému nesuhlasi s konfiguraciou hardware. Toto
hlasenie sa najpravdepodobnejsie vyskytne po nainstalovani
pamatového modulu. Opravte prislusné volby v programe na
nastavenie systému.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE

U externej klavesnice skontrolujte pripojny kabel. Spustite test
Keyboard Controller (Radi¢ klavesnice) dostupny v nastroji
Dell Diagnostics.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE

U externej klavesnice skontrolujte pripojny kabel. Pocitac reStartujte
a poCas zavadzania systému sa vyhnite akémukolvek dotyku
kldvesnice alebo mysi. Spustite test Keyboard Controller (Radi¢
klavesnice) dostupny v nastroji Dell Diagnostics.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE

U externej klavesnice skontrolujte pripojny kabel. Spustite test
Keyboard Controller (Radi¢ klavesnice) dostupny v nastroji
Dell Diagnostics.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE

U externych kladvesnic alebo tlacidlovych klavesnic skontrolujte
pripojny kébel. PocitaC reStartujte a poCas zavadzania systému sa
vyhnite akémukol'vek dotyku klavesnice alebo mysi. Spustite test
Stuck Key (Zaseknuty klaves) dostupny v nastroji Dell
Diagnostics.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect nedokéZe overit obmedzenia DRM (Digital Rights
Management) stiboru, takze stbor nie je moZné prehrat.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS,
VALUE EXPECTING VALUE

READ

Niektory pamé&tovy modul méze byt chybny alebo nespravne
nasadeny. Namontujte spat pamé&tovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

MEMORY ALLOCATION ERROR

Program, ktory sa pokU3ate spustit, koliduje s operacnym
systémom, inym programom alebo pomdckou. Vypnite pocitac,
pockajte 30 sekund a potom ho restartujte. Spustite znova
program. Ak sa chyboveé hlasenie stéle zobrazuje, pozrite
dokumentéciu k programu.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

Niektory pamatovy modul méze byt chybny alebo nespravne
nasadeny. Namontujte spat paméatovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS, READ Niektory pamatovy modul méze byt chybny alebo nespravne

VALUE EXPECTING VALUE nasadeny. Namontujte spat pamétovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ Niektory pamé&tovy modul mdze byt chybny alebo nespravne

VALUE EXPECTING VALUE

nasadeny. Namontujte spat pamétovy modul alebo ho vymerite, ak
je to potrebné.
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Chybové hlasenia

Popis

NO BOOT DEVICE AVAILABLE

The computer cannot find the hard drive. (Pocita¢ nedokéze néjst
pevny disk.) Ak je pevny disk vaSe zavadzacie zariadenie,
skontrolujte, &i je disk spravne nainStalovany a rozdeleny ako
zavédzacie zariadenie.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE

Operacny systém mdZe byt poskodeny, obratte sa na Dell.

NO TIMER TICK INTERRUPT

Niektory Cip na systémovej doske mdze nespravne fungovat.
Spustite testy System Set (Komponenty systému) dostupné v
nastroji Dell Diagnostics.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES.
PROGRAMS AND TRY AGAIN

EXIT SOME

Méte otvorenych prili§ mnoho programov. Zatvorte vSetky okna a
otvorte program, ktory chcete pouZivat.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND

Preinstalujte operaCny systém. Ak sa problém nevyrie$i, obratte sa
na firmu Dell.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM

Zlyhanie volitelnej ROM. Obratte sa na firmu Dell.

SECTOR NOT FOUND

Operacny systém nedokéaze na pevnom disku néjst niektory sektor.
Na disku sa m&ze nachadzat chybny sektor alebo poskodeny
suborovy systém FAT. Spustite nastroj na kontrolu chyb pod
Windows, ktorym skontrolujete Struktiru siborov na pevnom disku.
Pokyny néjdete v Casti Pomoc a technicka podpora pre systém
Windows (Kkliknite na polozky Start > Pomoc a technicka
podpora). Ak je pocCet chybnych sektorov velky, zalohujte si Udaje
(ak je to mozné) a potom pevny disk naformatuijte.

SEEK ERROR

Operacny systém nedokaze njst urcitd stopu na pevnom disku.

SHUTDOWN FAILURE

Niektory Cip na systémovej doske mdze nespravne fungovat.
Spustite testy System Set (Komponenty systému) dostupné v
néstroji Dell Diagnostics. Ak sa hlasenie zobrazi znova, obratte
sa na firmu Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER

Nastavenie konfiguracie systému je poskodené. PocitaC pripojte k
elektrickej zasuvke, aby sa nabila batéria. Ak problém pretrvava,
skuste obnovit Uidaje tak, Ze otvorite program Nastavenie systému,
a nasledne ho okamzite ukoncite. Ak sa hlasenie zobrazi znova,
obratte sa na firmu Dell.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED

Z&lozna batéria, ktora udrzuje nastavenie konfiguracie systému,
mdze vyzadovat opatovné nabitie. PocitaC pripojte k elektrickej
zésuvke, aby sa nabila batéria. Ak sa problém nevyriesi, obratte sa
na firmu Dell.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM SETUP
PROGRAM

Cas a datum uloZené v programe na nastavenie systému
nezodpovedaju systémovym hodinam. Opravte nastavenie
moznosti Date and Time (Datum a ¢€as).

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED

Niektory Cip na systémovej doske mdze nespravne fungovat.
Spustite testy System Set (Komponenty systému) dostupné v
nastroji Dell Diagnostics.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Radi¢ klavesnice moze byt chybny, alebo je uvolneny niektory
pamatovy modul. Spustite testy System Memory (Pamat
systému) a Keyboard Controller (Radic klavesnice) dostupné
v nastroji Dell Diagnostics alebo sa obratte na firmu Dell.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY

Do jednotky vlozte disk a sklste znova.
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Systémové chybové hlasenia

Tabulka7. Systémové chybové hlasenia

Systémové hlasenie Popis

Alert! Previous attempts at booting this system PocitaC zlyhal pri dokon&eni zavadzacieho programu trikrat za
have failed at checkpoint [nnnn]. For help in sebou kvOoli tej istej chybe.

resolving this problem, please note this

checkpoint and contact Dell Technical Support

CMOS checksum error RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. (RTC sa
vynulovalo, boli nac¢itané predvolené hodnoty BIOS.)

CPU fan failure Ventilator procesora zlyhal.

System fan failure Systémovy ventilator zlyhal.

Hard-disk drive failure MoZzné zlyhanie pevného disku pocas testu POST.

Keyboard failure Keyboard failure or loose cable. Zlyhanie klavesnice alebo uvolneny
kébel. Ak opatovné osadenie kébla nevyriesi problém, vymerite
klavesnicu.

No boot device available Na pevnom disku nie je zavadzacia oblast, je uvolneny kabel

pevného disku alebo nie je pritomné zavadzacie zariadenie.

Ak je vaSim zavadzacim zariadenim pevny disk, presvedcte sa,
&i su pripojené kable a &i je disk spravne nainstalovany a
rozdeleny na particie ako zavadzacie zariadenie.

Spustite Nastavenie systému a ubezpecte sa, Ze informéacia o
zavéadzacej sekvencii je spravna.

No timer tick interrupt Cip na systémovej doske méZe nespravne fungovat alebo je chybna
zékladng doska.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has Chyba S.M.A.R.T, moZna porucha jednotky pevného disku.
reported that a parameter has exceeded its

normal operating range. Dell recommends that

you back up your data regularly. A parameter

out of range may or may not indicate a

potential hard drive problem
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Ziskanie pomoci

Témy:

Kontaktovanie spolo¢nosti Dell

Kontaktovanie spoloc¢nosti Dell

®

POZNAMKA Ak nemate aktivne pripojenie na internet, kontaktné informacie najdete vo faktire, dodacom liste, i&tenke
alebo v produktovom katalégu spolo€nosti Dell.

Spolo¢nost Dell pontika niekolko moZnosti podpory a servisu on-line a telefonicky. Dostupnost sa v3ak lisi v zavislosti od danej krajiny a
produktu a niektoré sluzby nemusia byt vo vasej oblasti dostupné. Kontaktovanie spolocnosti Dell v stvislosti s predajom, technickou
podporou alebo sluzbami zakaznikom:

1.

2.
3.

Chod'te na stranku Dell.com/support.
Vyberte kategoriu podpory.

Overte vasu krajinu alebo regién v rozbalovacej ponuke Choose a Country/Region (Vybrat krajinu/region) v spodnej Casti
stranky.

V zavislosti od konkrétnej potreby vyberte prepojenie na vhodnu sluzbu alebo technickd podporu.
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